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概要 デカメチレンビストリメリテート二無水物 (DBTA)を酸成分として合成したポリイミド，エポキシ樹脂，および銀

フィラーからなるコンポジットフィルムを調製し，それらの種々特性を検討した。硬化前においては，Tgを超える温度領域

でメルトダウンし，熱可塑型フィルムに特有の挙動を示したが，硬化後においては，含有するエポキシ樹脂成分の橋かけ化の

効果により，上記の温度領域での流動が抑制された。これらのフィルムを介して，異なる熱ひずみを有する材料同士を貼り合

わせたときの接着強度は，主としてフィルムの弾性率と応力緩和特性の影響を受けることがわかった。本報では、ポリイミド

の構造とフィルム特性との関係について詳細に論じた。

Abstract

Composite films composed of various polyimides derived from decamethylene bis(trimellitate)an-

hydride (DBTA), an epoxy resin and a silver filler were prepared and their properties were studied.

The films showed thermoplastic behavior before curing with molten performance at high tempera-

tures above their Tgs, and thermosetting behavior after curing with restricted flow behavior even

above their Tgs. The limited flow behavior results from the network structure formation in the film.

The adhesion strength of the film when used as an adhesive film between two adherents having dif-

ferent thermal strains was affected by two main factors: the modulus and stress relaxation property

of the film. In this paper, the relationship between the chemical structure of the polyimides and the

various properties of the composite films is discussed.
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